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Laboratoire privé & indépendant : prestations de tests, analyses & expertise
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Fiabilite

Assemblage & composants

Conformitée :
Santé-Matiere, dimensionnel

o, Qualification & Essais thermiques,
n— validation climatiques, vide
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ﬁ,') Analyse de Thermographie IR dynamique Airelyses shysloues tomographie X

=  défaillance (LIm

CND pTomographie X, LIT e Techno FIB (Ga, Plasma), MEB-EDX, TEM, MEB-EBSD
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CND / Localisation
de defauts

pTomographie X

Thermographie IR synchrone (LIT)

dynamique

Y elemco

TESTS ANALYSES EXPERTISE

Equipement GE vitomelx s

2 canons X-ray

180KV (15W) / 240kV (320W/)

réso = taille zone scannée x (1/1000)
XYZ £ 0250mm x L450mm

Epaisseur MAX matériau dense : 20mm

Equipement DCG ELITE
Résolution < 3um a 10X
Sensibilité : défaut <1 pW
Zone inspectée < 200x160mm
Mode mesure T° +/- 3°C
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Piste détruite

PCBA / composant
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160kV X 170pA
28um

1200 X 800mMs
1x

Broche fissurée

Rupture spire

. 160kV X QOpA
pTomographie X 6um
Composants 1100 X 1000Ms
Vsensor

2X

-
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Point chaud anormal
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